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1．緒 言

　溶射皮膜 へ の 硬 質粒 子 の 分散 は 、溶射皮膜 の 耐摩耗性を向

上 させ る有用な方法 で あ り、ガ ラス 粒子分散 に よ る成功例
り

も報 告 され て い る が、粒 子 製造 コ ス トの 高 さや 均一
分散 の 難

し さか らまだ実用化 に は 至 っ て い ない 。簡便な硬 質 粒 子 分散

法と して は、燃焼炎法に よ る Mo 大気溶射皮膜上 へ の ダイ ヤ

モ ン ド合成が あ り、Mo ／Mo −Fe 混合層 （熱応力緩和層） の 2

層構造 を 持っ 大気溶射皮膜 をコ
ー

テ ィ ン グ した SS400 基材

（以 下、熱 応力緩和 基 材）を 用 い る 事 に よ り、皮膜 の 割れ や

剥離を抑えた ダイ ヤ モ ン ド合成 も近 年 可 能 に な っ た
2｝。しか

し、Mo は 高価な素材 で あ る た め 、 実用 化 を 図 る た め に は よ

り
一

層 の Mo 消費量 低減が求め られ る 。

　そ こ で 本研究 で は、燃焼炎ダイヤ モ ン ド合成法 に お ける製

造 コ ス トの 低減を 目的 とし、厚 さの 異なる Fe−Mo 熱応力緩和

層 を 有 す る Mo 溶 射 被覆鋼板 へ の 燃焼炎 に よ る ダ イ ヤ モ ン ド

合成を行 っ た。

2．実 験方法

　Flg．1に 、実験 で 使用 した 燃焼炎 CVD 装置 の 模 式 図を示 す。
本研究で は、酸素／ ア セ チ レ ン 溶 接 機、水 冷式 基 材 ホ ル ダー

よ り構成 され る
一

般的な構成 の 燃焼炎 CVD 装置 を用 い、

Table　l に 示 す条件 に て ダ イ ヤ モ ン ド合成を行 っ た。基材 は 、
50 μ m 厚 の Mo 溶射皮膜 の 直下 に 20−100　Pt　m 厚 の 熱応力緩和

層 （Mo −Fe 混合層 （Mo ：Fe ＝1：1 （重量 比 ）））を設 けた SS400

平 板 で あ り、表 面 は 研 磨 処 理 を施 さず as・depositの ま ま 実 験

に供 した。Fig．2 に、基材断面 の 光学顕微鏡観察結果 を 示 す。
ダイ ヤ モ ン ド生成後 に は 、 X 線 回 折 に よ る ダイ ヤモ ン ドの 結
晶構造解析お よ び 基材表 面 の 光学顕微鏡観察 を行 っ た。
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3．実験結果

　Fig．3 に、ダ イ ヤ モ ン ド合成後 の 基材 （熱応 力 緩和層厚 さ

20 μ m ） の 外 観 写 真 お よ び 光 学 顕 微 鏡 に よ る表 面 観 察結果 を

示 す。従来の 軟鋼基材 上 に Mo 大気溶射皮膜 の み を コ
ー

テ ィ

ン グ し た場合は 、ダイ ヤ モ ン ド合成 中に お ける 皮膜 の 割れ や

剥離 が 多発 し た が 、Mo ／Mo −Fc 混合層 の 2 層皮膜を コ
ー

テ

ィ ン グ した 場合 に は 、皮膜 の 割 れ や 剥 離 を生 じ る こ とな くダ

イ ヤ モ ン ドを 合成 で き、Mo −Fe 混 合 層 の 熱 応 力 緩 和 効果 を確

認 す る こ とがで きた。なお 、熱応力緩和層厚 さが 70 μ m 以

上 に 場合 は 、皮膜 の 割れや剥離は 起 こ らなか っ たが、皮膜 の

熱伝導性 が 低下す る た め Fig．4 に 示 す よ うに ダイヤ モ ン ド合

成 中 に基 材 の
一

部 が 溶融 した （た だ し、こ の 場合 に も溶融 が

起 こ らな か っ た 部 分 で は、ダ イ ヤ モ ン ドが 形 成 さ れ た ）。以

上 の 結果 よ り、熱応力緩和層厚さ 20 μ m の 場合 で も、燃 焼

炎照射 に よ る皮膜 の 割 れ や剥離 を起 こ す こ とな く ダイ ヤ モ

ン ドが 合成 で き、熱応力緩和効果 が 得 られ る こ とが わ か っ た 。

　 　 　 　 　 　 5mm

　 　 　 　 　 ト

a）Appe   ce b）Surface　micrograph

Fig．3　 Appearance 　 and 　surface 　 micrograph 　of

the　 diamond　 deposited　 on 　 the　 substrate 　 with

20μm 　thick　thermal　stress　buffer　layer．

　今後 は、a ）ダイ ヤ モ ン ドー
皮膜 問 の 密着力 の 向上 、　b）更 な

る Mo 消費量 の 低減、を 図 るべ く、ダ イ ヤ モ ン ド合成後 の 大

気 Mo 溶 射 （以 下 、追 溶射） に よ る ダ イ ヤ モ ン ドの 密 着 力 改

善 を 図 る （Fig．5a））と と も に Fe／Mo 比 の 異 な る各種 熱応 力 緩

釉層 上 へ の ダイ ヤ モ ン ド合成 （Fig．5b））を行 う。
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4．結　言

　熱応力緩和層 を設けた Mo 溶射被覆 SS400基材上 に、燃焼

炎法 に よ り ダイ ヤ モ ン ド合成 を 行 っ た 結果、約 20 μ m 程 度

の 熱応力緩和層 の 導 入 で 、皮膜 の 割 れ や 剥 離 を 抑 え る こ とが

で き 、
Mo 消費 量 低減 に よ る低 コ ス ト化 を図 る上 で 有益な知

見 を得 る こ と が で き た。
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